
Subsystem Design
ADC 至 SPI

说明

ADC 至 SPI 子系统示例演示了如何使用内部 ADC 将模拟信号转换为数字表示形式并通过 SPI 传输结果。该示例

将 MCU 配置为充当外部 ADC，从 SPI 控制器接收 SPI 命令，以及相应地执行接收到的命令。通过提供的简单示

例命令，用户可以利用该框架实现自己的命令。或者，MCU 也可以在通过 SPI 传输数据之前处理 ADC 数据，这

在需要将原始数据处理为有意义值的应用中特别有用。下载 ADC 至 SPI 示例的代码。

下图显示了系统的方框图。
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图 1-1. 子系统功能方框图

所需外设

该应用需要内部 ADC 和 1 个 SPI 实例。

子块功能 使用的外设 注释

模拟信号捕获 ADC 在代码中称为 ADC12_0_INST

发送 ADC 数据 SPI 器件是此示例的外设

设计步骤

1. 根据期望的模拟输入和设计要求确定 ADC 的包括基准源、基准值和采样率。

2. 根据上一步中的要求在 SysConfig 中配置 ADC。

3. 在 SysConfig 中配置 SPI 外设，在外设模式下设置 SPI。
4. 编写应用程序代码，以从存储器寄存器传输 ADC 数据，从而通过 SPI 进行传输。可选择添加命令以执行不同

任务。请参阅软件流程图以了解概况或直接查看代码。
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软件流程图
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图 1-2. 应用软件流程图
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其他资源

• 下载 MSPM0 SDK
• 了解有关 SysConfig 的更多信息

• MSPM0L1306
• MSPM0G3507
• MSPM0 ADC Academy
• MSPM0 SPI Academy
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